
中信证券股份有限公司

关于深圳市大族数控科技股份有限公司部分募集资金投资项

目调整建设内容、增加实施主体和实施地点及项目延期的核

查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为深圳市大

族数控科技股份有限公司（以下简称“大族数控”或“公司”）首次公开发行股票并

在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2025年修

正）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》、《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务（2025年修订）》以及《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2025

年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对大族数控部分募集资金投

资项目调整建设内容、增加实施主体和实施地点及项目延期的事项进行了审慎核

查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市大族数控科技股份有限公司首

次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]4134号）核准，公司于2022年2月

向社会公开发行人民币普通股（A股）4,200万股，每股发行价为76.56元，募集资

金总额为人民币321,552.00万元，根据有关规定扣除发行费用13,374.17万元后，

实际募集资金金额为308,177.83万元。该募集资金已于2022年2月22日到账。上述

资金到账情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]518Z0010号

《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、原募集资金用途的计划及使用情况

截至2025年9月24日，公司直接投入募集资金投资项目共计人民币105,405.13

万元。募集资金使用情况如下：

单位：万元



序号 项目名称
项目投资

金额

募集资金承诺

投资总额

截至2025年9月24
日已投入募集资

金金额

募投项目

投资进度

1
PCB专用设备生产

改扩建项目
152,393.03 152,393.03 95,865.53 62.91%

2
PCB专用设备技术

研发中心建设项目
18,260.17 18,260.17 9,539.60 52.24%

合计 170,653.20 170,653.20 105,405.13 61.77%

三、前次募集资金投资项目延期情况

公司于2024年10月18日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次

会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项目

实施主体、实施方式、建设内容、募集资金用途及投资规模不发生变更的前提下，

将“PCB专用设备生产改扩建项目”、“PCB专用设备技术研发中心建设项目”

达到预定可使用状态时间延长至2025年9月。

四、本次调整募集资金投资项目部分建设内容、增加实施主体和实施地点及

延长实施期限的相关情况

1、“PCB专用设备生产改扩建项目”调整部分建设内容、增加实施主体和

实施地点及延长实施期限的具体情况

根据项目实际建设进展及公司所处行业变化情况，为更好地抓住市场发展机

遇，更科学合理地布局产能，管理更加方便，最大限度的提升生产效率和保持生

产的稳定性，公司拟在原实施地点的基础上增加“深圳市宝安区福海街道凤塘大

道604号”这一实施地点，将全资子公司深圳麦逊电子有限公司（以下简称“麦

逊电子”）及深圳市升宇智能科技有限公司（以下简称“升宇智能”）增加为“

PCB专用设备生产改扩建项目”的实施主体，继续实施原方案中钻孔类及检测类

产品生产，同时调整原建设规模，并延长实施期限。具体情况如下：

项目名称 调整事项 调整前 调整后

PCB专用设备生产改

扩建项目

实施主体 深圳市大族数控科技股

份有限公司、亚洲创建

深圳市大族数控科技

股份有限公司、亚洲

创建（深圳）木业有



项目名称 调整事项 调整前 调整后

（深圳）木业有限公司 限公司、深圳麦逊电

子有限公司、深圳市

升宇智能科技有限公

司

实施地点 深圳市宝安区福海街道

重庆路与同富路交汇处

东南侧

深圳市宝安区福海街

道重庆路与同富路交

汇处东南侧；深圳市

宝安区福海街道凤塘

大道604号

建设规模 产能规划为投产后第一

年达产率为正常产值的

70%，第二年完全达产

。

项目建成完全达产后预

计实现年产钻孔类产品

、成型类产品、曝光类

产品及测试类产品等

PCB专用设备2,120台的

生产能力，年产值约

196,500.00万元。

产能规划为投产后第

一年达产率为正常产

值的70%，第二年完

全达产。

项目建成完全达产后

预计实现年产钻孔类

产品、测试类产品、

贴附及自动化产品等

PCB专用设备3,780台

的生产能力，年产值

约252,000.00万元。

达到预定可使用

状态日期

2025年9月30日 2026年6月30日

本次募投项目增加的实施地点计划通过租赁取得，目前公司与无关联第三方

（“出租方”）正在履行房屋租赁协议内部审批流程，后续将完成租赁协议的签

署及备案。新增的募投项目实施地权属清晰，不存在租赁相关权属风险。

上述调整后，原计划投入该募投项目的投资总额、募集资金投资总额以及项

目的投资结构不变，产品结构调整，产能扩大，新增产能拟使用该募投项目项下

铺底流动资金进行投资建设。



2、PCB专用设备技术研发中心建设项目

根据项目目前建设进度，基于审慎性原则，在该项目实施主体、实施方式、

建设内容、募集资金用途及投资规模不发生变更的前提下，计划将“PCB专用设

备技术研发中心建设项目”进行延期。

项目名称 调整事项 调整前 调整后

PCB专用设备技术研

发中心建设项目

达到预定可使用状态

日期

2025年9月30日 2026年6月30日

五、本次募集资金投资项目调整及延期的原因

1、“PCB专用设备生产改扩建项目”调整部分建设内容、增加实施主体和

实施地点的原因

近年来，电子产业链发展驱动因素快速变化，从原来的个人电脑、智能手机、

汽车电子、5G通讯等迅速聚焦到人工智能。根据Prismark估算，用于智算中心服

务器及交换机18层及以上的AI PCB增速最为显著，2024-2029年复合成长率超过

22.5%。该类PCB平均层数明显多于常规多层板产品，且钻孔加工从原来的数片

堆叠加工转变为单片加工，加工孔的厚径比大幅提高，对机械钻孔机的加工效率

提出了更高的要求，同时相关高频高速PCB通孔的背钻需求也在快速增长，这进

一步增加了单位面积PCB生产对钻孔设备的需求；另外由于AI PCB价值量增加，

对最终品质需要更高保障，因此对检测设备以及过程中的自动化设备有更多需求。

受此综合因素影响，AI PCB市场对钻孔设备、检测设备等有着旺盛的需求，面对

下游客户的集中扩产，公司需进一步提升产能以满足交付需求。

公司现有产能已经逐渐显现交付压力，即使加上原募投项目预计新增的产能，

也较难有效满足下游客户需求，需要更大的生产空间，因此公司将针对产能需求

进行战略性调整，大幅增加生产空间，扩大募投项目的产能规划。公司计划在当

前改扩建项目场地外，租赁一处超大面积单体厂房作为“PCB专用设备生产改扩

建项目”的新增实施地点，用于钻孔类设备的集中化生产，有利于生产现场品质

及装配精度的管控，以保障设备的加工一致性和品质稳定性。



同时，为更好地利用“PCB专用设备生产改扩建项目”原新建厂房的场地资

源，公司新增全资子公司麦逊电子及升宇智能为实施主体，原新建厂房的部分场

地用于新增实施主体的生产及办公，新增实施主体的现有租赁场地将进行退租。

2、“PCB专用设备生产改扩建项目”及“PCB专用设备技术研发中心建设

项目”延期的原因

公司募集资金投资项目“PCB专用设备生产改扩建项目”、“PCB专用设备

技术研发中心建设项目”主体工程已完工，正在进行内部装修、设备采购及进场

调试、外部验收等工作。

随着AI大模型技术不断突破，带动AI应用加速，国内外云解决方案提供商持

续提升算力中心投入，AI算力数据中心服务器、交换机、光模块等终端需求延续

强劲增长态势，相关PCB技术需求不断提升，新材料、更高特征规格对PCB加工

工艺提出更高挑战，由此带来公司更高技术水平、更高精度、更高可靠性的专用

设备需求及占比大幅增加，对生产装配车间和研发实验室洁净度等环境参数提出

更高要求。基于前述情况，公司对募投项目实际装修方案进行了调整和设计，导

致时间投入有所延长。

此外，项目部分待支付款项需待相关部门完成验收程序后，方可进行竣工决

算并支付。由于部分验收工作涉及多个政府部门，验收流程较为复杂，因此公司

募投项目投资进度低于预期，未能在原计划期限内达成结项条件。

综合考虑目前市场及产品需求变化，出于对募集资金投入的审慎考虑，为保

证募投项目建设效果，合理有效地配置资源，更好地维护全体股东的权益，公司

决定将募投项目达到预定可使用状态的日期调整至2026年6月30日。

六、本次募集资金投资项目调整对公司的影响

公司本次调整“PCB专用设备生产改扩建项目”部分建设内容、增加实施主

体和实施地点、延长实施期限，同时延长“PCB专用设备技术研发中心建设项目”

实施期限，是基于公司实际业务发展需求作出的审慎决定，未改变募投项目的性

质和投资目的，有利于公司优化资源配置，提高募集资金的使用效率，符合公司



的发展战略，不存在变相改变募投资金用途，不存在损害股东利益的情形，不会

对公司经营、财务状况产生不利影响。

七、未使用募集资金余额及专户存储情况

截至2025年9月24日，募集资金的存储情况列示如下：

户名 募集资金存放银行 银行账号
截止日余额（

元）

深圳市大族数控科

技股份有限公司

交通银行股份有限公

司深圳红荔支行
443066041013005277953 653,648.98

上海浦东发展银行股

份有限公司深圳后海

支行

79300078801300001951 779,991.44

上海银行股份有限公

司深圳分行龙岗支行
0039291003004878409 4,609,775.35

招商银行股份有限公

司深圳福永支行
755901637610106 146,810.68

浙商银行股份有限公

司深圳分行
5840000010120100602249 547,552.80

中国银行股份有限公

司深圳艺园路支行
770575579962 468,571.14

平安银行股份有限公

司深圳福永支行
15302033070063 760,500.88

广东华兴银行股份有

限公司深圳分行
805880100075248 505,911.68

中国光大银行股份有

限公司深圳分行光明

新区支行

51940188000042104 163,334.51

亚洲创建（深圳）

木业有限公司

中国银行股份有限公

司深圳艺园路支行
757575821631 4,966,142.85

中国银行股份有限公

司深圳艺园路支行
748475816789 2,508,823.97

合计 16,111,064.28



注：公司第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议审议通过《关于公司使用

部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。截至2025年9月24日，公司从募集资金账户中

共划出6.75亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，暂未归还。

八、预计完成的时间及分期投资计划

为确保募投项目的建设成果能够满足公司战略发展的长远规划，维护全体股

东的合法权益，并保障募集资金的安全与合理使用，公司审慎研究并决定延长前

述募投项目达到预定可使用状态的日期至2026年6月30日。尚未投入的募集资金

将主要用于项目的研发费用、设备购置、无形资产购置等，并根据实际实施进度

分阶段投入。

九、保障延期后按期完成的措施

公司将实时关注募投项目的建设进度情况，结合公司实际情况，合理规划产

能建设进度，优化资源配置，加强对募投项目的监督管理，定期对项目进行监督

检查和评估，确保募集资金的使用合法有效，保障募投项目按期完成。

十、本次增加募投项目实施主体的基本情况

1、深圳麦逊电子有限公司

统一社会信用代码：91440300715240331A

法定代表人：杨朝辉

成立日期：1999年11月17日

注册资本：2,580万元人民币

住所：深圳市宝安区福海街道和平社区重庆路12号智造中心园3栋厂房602三

栋3层整层、三栋1、6层部分场地

经营范围：一般经营项目是：，许可经营项目是：生产经营用于电路板和液

晶片的检测机、工业自动化设备及相关测试夹具，以及从事计算机辅助软件、检

测机软件、单片机软件及电子工模具的开发业务。销售自主开发的软件及生产的

产品，从事货物的进出口业务（不含进口分销）。提供检测机售后维修、保养服

务（以上仅限上门服务）以及电路板的测试服务；自有房产租赁（苏州灵岩街16

号11号-1厂房第四层）及普通货运（仅限自货自运）。电路板和液晶片检测机的



批发、进出口、佣金代理（不含拍卖）及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商

品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按照国家有关规定办理

申请），机械设备租赁。

与公司关系：公司全资子公司

2、深圳市升宇智能科技有限公司

统一社会信用代码：91441900091752389Y

法定代表人：杨朝辉

成立日期：2014年1月17日

注册资本：1,000万元人民币

住所：深圳市宝安区福海街道和平社区重庆路12号智造中心园3栋厂房402

经营范围：一般经营项目是：光机电一体化设备及配件、自动化设备及配件、

嵌入式计算机软件、视觉系统及部件的开发、销售及技术成果转让、相关技术咨

询服务、机械设备租赁；国内贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规、国

务院决定规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：光机电一体化

设备及配件、自动化设备及配件、嵌入式计算机软件、视觉系统及部件的生产；

PCB数控设备产品代加工。

与公司关系：公司全资子公司

十一、相关审核、批准程序及专项意见

1、审计委员会审议意见

公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《关于公司部分募集

资金投资项目调整建设内容、增加实施主体和实施地点及延期事项的议案》，公

司审计委员会认为，公司本次对“PCB专用设备生产改扩建项目”的建设内容进行

调整，增加实施主体和实施地点并延期，同时对“PCB专用设备技术研发中心建

设项目”延期，系基于募投项目实际建设投资情况的需求，有利于募投项目顺利

建设，优化配置公司内部资源，募投项目的募集资金投资金额不发生变化，不存



在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，因此一致同意该事项并提交公

司董事会审议。

2、董事会审议意见

公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司部分募集资金投资项

目调整建设内容、增加实施主体和实施地点及延期事项的议案》，同意公司对“

PCB专用设备生产改扩建项目”的建设内容进行调整，增加全资子公司麦逊电子

和升宇智能为实施主体，同时拟增加租赁深圳市宝安区福海街道凤塘大道604号

为项目实施地点，并根据项目实际建设进度，同意将“PCB专用设备生产改扩建

项目”、“PCB专用设备技术研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期调

整至2026年6月30日。前述调整及延期事项是基于审慎性原则，结合当前募投项

目实际进展情况作出的审慎决定，不改变投资项目规模，符合公司自身发展战略，

有利于公司优化资源配置，提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及股东利

益的情形，不会对公司正常生产经营产生不利影响。该事项尚需提交公司股东会

审议。

十二、 保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为： 公司本次部分募集资金投资

项目调整建设内容、增加实施主体和实施地点及项目延期的事项已经公司董事会

审议， 尚需提交股东会审议通过后方可实施，符合《证券发行上市保荐业务管理

办法（2025年修正）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务（2025年修订）》

以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运

作（2025年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求。保荐机构对公司部分

募集资金投资项目调整建设内容、增加实施主体和实施地点及项目延期的事项无

异议。

（以下无正文）



（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳市大族数控科技股份有限公

司部分募集资金投资项目调整建设内容、增加实施主体和实施地点及项目延期的

核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人（签名）：

中信证券股份有限公司

年 月 日

吴 斌 熊科伊


	OLE_LINK1
	OLE_LINK3

